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实用电子技术
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一、常用电子元器件
1.电阻器：在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小.导体
的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大.符号为R，单位
为欧姆（Ω）
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色环电阻识别
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2.电容器：通常简称其容纳电荷的本领为电容，用字母C表示。
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2.电容器容量标示
①直标法
用数字和单位符号直接标出。如1uF表示1微法，有些电容用“R”
表示小数点，如R56表示0.56微法。
文字符号法
用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF、
1p0表示1pF、6P8表示6.8pF、2u2表示2.2uF.
③色标法
用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相
同。
电容器偏差标志符号：+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、
+
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30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z
④数学计数法：数学计数法一般是三位数字，第一位和第二位数字
为有效数字，第三位数字为倍数。标值272，容量就是：
27X10^2=2700pf。如果标值473，即为47X10^3=47000pf（后面的2、
3，都表示10的多少次方）。又如：332=33X10^2=3300pf。电容器
如何命名　各国电容器的型号命名都很不统一，国产电容器的型号
一般有四部分组成（不适用于压敏电容器、可变电容器和真空电容
器）依次分别代表名称、材料、分类和序号。
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3.电感器：能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的
结构类似于变压器，但只有一个绕组。又称扼流器、电抗器、动
态电抗器。
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电感器参数表示：电感器电感量的大小，主要取决于线圈的圈数
（匝数）、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常，线圈
圈数越多、绕制的线圈越密集，电感量就越大。有磁心的线圈比
无磁心的线圈电感量大；磁心导磁率越大的线圈，电感量也越大。
电感量的基本单位是亨利（简称亨），用字母“H”表示。常用的
单位还有毫亨（mH）和微亨（μH），它们之间的关系是：
1H=1000mH
1mH=1000μH
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4.二极管：电子元件当中，一种具有两个电极的装置，只允许电
流由单一方向流过，许多的使用是应用其整流的功能。
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二、SMT（表面安装）技术
1.SMT技术

早期的电路板上电子元件的安装形式大多是以分立元件为主，而
电路板一般以单面板和双面板居多，在过去的十几年里，随着
PCB（印刷电路板）技术的发展，已经出现多层电路板，有的电
路板甚至达到10层以上，实现了功能多样化并高度集成化，电子
产品制造技术已经全面采用以SMT，即表面安装技术为核心的第
四代主流工艺技术，是使用SMT技术生产的产品已经在总量中占
有绝对多数。
图为一块采用SMT技术生产的电路板，它的特点是全部元器件采
用表面贴焊的方式装配的电路板上，电子元器件不但体积变得非
常小巧，引脚也发生了很大的变化。
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贴片式电阻器和电容器是按照它们的尺寸来分类的。例如
1206系列元件，长0.12英寸，宽0.06英寸，约合3.2mm长，
1.6mm宽，类似的还有0805、0603、0402系列，0201系列的元
件，比一粒芝麻的体积还小。

 SMT生产的电路板
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2.SMT贴片元器件
下图中展示了几种贴片集成电路。

 SOP封装



工程训练中心

 SOL封装
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 QFP封装
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 PLCC封装
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 BGA封装
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3.SMT电路板
在SMT电路板上。为适应SMT工艺的要求，传统的阻容元件、电感
元件、二极管、三极管、开关、插座等改变了形状。通孔-这个在
双面印刷板上最常用的装配方式在采用表面装配方式的电路板上，
仅用于连接不同板层的印制导线，不再用来插装元器件。因此，
在SMT印制电路板上。孔的数量要少得多，孔径也小得多，从而极
大的提高了电路板的装配密度。
在传统的印制电路板上，元器件和焊点分别在般的两面，而在

SMT电路板上，焊点和元器件处在相同的层面
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 SMT电路板

4.SMT产品生产过程
SMT产品生产过程包含图中9个步骤
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SMT产品生产过程
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三、手工焊接技术
1.电烙铁：电烙铁分为外热式和内热式两种：
外热式电烙铁由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等
部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面，故称为外热式电烙铁。
烙铁芯是电烙铁的关键部件，它是将电热丝平行地绕制在一根空心
瓷管上构成，中间的云母片绝缘，并引出两根导线与220V交流电源
连接。外热式电烙铁的规格很多，常用的有25W、45W、75W、100W等，
功率越大烙铁头的温度也就越高 。
内热式电烙铁由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。由
于烙铁芯安装在烙铁头里面，因而发热快，热利用率高，因此，称
为内热式电烙铁。内热式电烙铁的常用规格为20W、50W几种。由于
它的热效率高，20W内热式电烙铁就相当于40W左右的外热式电烙铁。
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内热式电烙铁的后端是空心的，用于套接在连接杆上，并且用弹
簧夹固定，当需要更换烙铁头时，必须先将弹簧夹退出，同时用
钳子夹住烙铁头的前端，慢慢地拔出，切记不能用力过猛，以免
损坏连接杆 。

内热式 外热式 内热式结构
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2.手工焊接步骤： ①准备施焊 准备好焊锡丝和烙铁。此时特别
强调的施烙铁头部要保持干净，即可以沾上焊锡（俗称吃锡）。
②加热焊件 将烙铁接触焊接点，注意首先要保持烙铁加热焊件各
部分，例如印制板上引线和焊盘都使之受热，其次要注意让烙铁
头的扁平部分（较大部分）接触热容量较大的焊件，烙铁头的侧
面或边缘部分接触热容量较小的焊件，以保持焊件均匀受热。③
熔化焊料 当焊件加热到能熔化焊料的温度后将焊丝置于焊点，焊
料开始熔化并润湿焊点。④移开焊锡 当熔化一定量的焊锡后将焊
锡丝移开。⑤移开烙铁 当焊锡完全润湿焊点后移开烙铁，注意移
开烙铁的方向应该是大致45°的方向。
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四、单片机技术应用
1.单片机：单片机（Microcontrollers）是一种集成电路芯片，
是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器
CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、
定时器/计数器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微
型计算机系统。
2.应用范围：仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用
设备的智能化管理及过程控制等领域。
3.单片机应用系统组成：直流电源、单片机、时钟模块（晶振和
谐振电容）和复位电路。



工程训练中心

单片机 单片机开发板
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五、电子焊接实验
据图所示，按照要求完成电路装配。
注意事项：①通电后电烙铁很热，注意不要接触烙铁头，以防烫
伤。② 555芯片在安装时必须先装底座。
③芯片管脚不要装错，分清发光二极管的
管脚极性。
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开始实验  注意安全！


